
ステンレス表面の不動態膜の分析

AES分析事例

不動態膜の深さ方向組成分布分析

（注1）
半導体デバイスメーカーや製造機器メーカー等の国際的な業界団体
SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)がSUS316L材製
部品表面の不動態膜の評価方法を規格化しています。
当社では、そのSEMI規格（SEMI F72-0309: AESによる試験方法，SEMI F60-0306:

XPSによる試験方法）に準拠した測定を実施し、製品に要求される値を満たしている
か否かを評価できます。

[要求値の例] 酸化膜厚 > 15Å 10Å深さでの Cr/Fe比 > 1.0

ステンレス綱では、表面にクロムリッチな不動態膜が形成されることで耐食性が向上しま
す。表面分析により、この表面保護層の組成や厚さを分析できます。

酸化膜厚 : 28Å

10Å深さでの Cr/Fe比 : 1.7

保護性に優れた不動態膜ですが、その
厚さは数十Å程度の厚さしかありませ
ん。
オージェ電子分光装置(AES)を用いる
と、薄い皮膜の深さ方向組成分布を
調べることができます。

また、酸素が半減するまでの深さで
酸化膜の厚さを評価したり、例えば
10Å深さにおけるCr/Fe比でクロムの
濃化を評価することができます（注1）。

AESデプスプロファイル
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XPS分析事例
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2014 Dec 18  Al mono  24.8 W  100.0 μ  45.0゜  55.00 eV 7.5372e+003 max 8.83 min

Fe2p3/Area13: A/1 (SG5 SG5 SG5 SG5 SG5 Shft)
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CrのXPSスペクトル
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X線光電子分光法(XPS)では、
金属が酸化物になっているか、
金属的な状態であるかを判別
できます。

ステンレス表面をXPS測定し
た時には、表面の薄い酸化膜
とその下の金属の状態を同時
に検出します。

SEMI規格では、表面からXPS

で測定した時の全Cr/Fe比
およびCrOx/FeOx比を求める
方法が規定されています。

それらの値が大きいほど、
耐食性が高いといえます。

[要求値の例]

全Cr/Fe比 > 2

CrOx/FeOx比 > 3

全Cr/Fe比 : 2.2 CrOx/FeOx比 : 3.0

FeのXPSスペクトル

不動態膜の表面状態分析
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